
図1　手付けが難しい電子部品やICはオーブン・トースタを利用したリフロを行い，部品実装をきれいに仕上げる
リフロ実装ならば，リードレスで電極パッドだけが露出しているQFNパッケージのICもはんだ付けできる．部品実装基板を複数枚作るときにも有
用である

（a）QFPはつけずらく，LCCパッケージはつけらない （b）お金や時間を抑え，早くきれいに部品をつけることができる
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　本稿では，リードレス・タイプのLCC（Leadless 
Chip Carrier）やはんだ付けが難しいQFPパッケー
ジのICを搭載する基板を例に，リフロ・オーブン・
トースタの使い方を解説します．自宅にいながら，
実装工場で行われる作業が垣間見れます．
　身のまわりにあるオーブン・トースタ，電子部品
のネット通販サイトで買える温度調整用のキットが
あれば，約1万円で自分専用の実装マシンが作れま
す．本器を利用すると，マニュアル実装に比べ，き
れいに仕上げることができます（図1）．
　部品実装基板を複数枚作るときにも効果的です．
 〈編集部〉

例題基板

● 搭載する表面実装部品
　写真1は，リフロ・オーブン・トースタを利用して
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例題基板である−273〜＋300 ℃のサーモグラフィに
部品実装したところです．
　本基板には，はんだ付けが難しい64ピンのQFPパ
ッケージのマイコン，写真2のように手はんだでは実
装できないLCCパッケージのLepton用ソケットが搭
載されます．
　そのほか，抵抗やコンデンサといったチップ部品，
QFN（Quad Flat No lead package）パッケージの水晶
発振器，MicroSDのコネクタなどの表面実装部品も
きれいに付けることができます．
● 部品配置と配線
　特殊な配線は，特に行っていませんが，3系統ある
SPIの割り当てを実際のデバイスの近くに配置するこ
とにより配線しやすく，配線長も短くなるようにして
います．
　実際には回路図作成時に，3系統あるSPIがパッケ
ージのどこのピンに配置されているかを確認し，Lep 
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